
 

 

海通证券股份有限公司 

关于广州安凯微电子股份有限公司 

募集资金投资项目延期的核查意见 

 

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为广州

安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”或“公司”）首次公开发行股票

并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易

所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——

持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等有关规定，对公司募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 

一、募集资金投资项目概述 

物联网领域芯片研发升级及产业化项目原计划总投资 63,500.00 万元，根据

2023 年 7 月 5 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议

审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公

司根据募集资金投资项目实施计划和募集资金到位等实际情况，调整后物联网

领域芯片研发升级及产业化项目投资总额 55,385.90 万元，资金来源为公司首次

公开发行股票募集资金。该项目旨在基于公司现有物联网智能硬件核心 SoC 芯

片的进一步迭代和升级，通过提高芯片的分辨率、人工智能算力、降低芯片功

耗、强化芯片可靠性，提升公司 SoC 芯片的综合性能指标，增强产品竞争力，

进而扩大公司在物联网领域芯片的细分市场份额，与公司主营业务密切相关，

原计划建设期为 24 个月。 

研发中心建设项目预计总投资额为 22,110.00 万元，资金来源为公司首次公

开发行股票募集资金。该项目旨在基于公司现在的主营业务与核心技术，以产

业内相关新技术的创新突破和新产品前瞻布局为主要研究方向，进一步拓展产

品领域和种类，提高产品性能，增强公司综合竞争力，推动公司产品向高技术

含量、高附加值、高成长性的方向发展，原计划建设期为 36 个月。 

二、募投资金投资项目基本情况 



 

 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及使用情况如下： 

单位：万元 

序号 项目名称 
募集资金承诺

投入总额 

截至 2024年 12月 31日

累计投入金额 

截至 2024年 12月

31日投入进度

（%） 

1 

物联网领域芯片

研发升级及产业

化项目 

55,385.90 13,065.65 23.59 

2 
研发中心建设项

目 
22,110.00 2,758.19 12.47 

3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 100.00 

合计 92,495.90 30,823.84 33.32 

注 1：以上数据未经会计师审计或审阅； 

注 2：投入进度=累计投入金额/募集资金承诺投入总额。 

三、项目延期的具体情况 

经审慎研究和评估，在不改变募投项目实施主体、投资用途以及投资规模

的情况下，公司决定将物联网领域芯片研发升级及产业化项目的项目达到预定

可使用状态日期调整为 2027 年 6 月，将研发中心建设项目项目达到预定可使用

状态日期调整为 2028 年 6 月。具体情况如下表所示： 

序号 项目名称 
项目达到预定可使用状

态日期（调整前） 

项目达到预定可使用状

态日期（调整后） 

延期

时长 

1 
物联网领域芯片研发

升级及产业化项目 
2025 年 6 月 2027 年 6 月 

24 个

月 

2 研发中心建设项目 2026 年 6 月 2028 年 6 月 
24 个

月 

四、项目延期的原因 

（一）物联网领域芯片研发升级及产业化项目 

自物联网领域芯片研发升级及产业化项目实施以来，行业正处于技术快速

迭代期。随着人工智能技术快速发展、端侧 AI 与场景应用融合的趋势加速推进，

市场对芯片及其解决方案的智能处理能力需求的持续提升，对带算力的芯片产

品的需求日益增长。 

公司物联网领域芯片研发升级及产业化项目布局了多颗物联网领域芯片。

2024 年，公司已推出采用双核 RISC-V 架构、支持 4K 分辨率、内置 2TOPS 

NPU 的第五代物联网摄像机芯片产品，集成了公司最新推出的第五代 ISP 技术

和自研 IPU 等技术，支持黑光全彩、AI 语音隔离、畸变校正与图像拼接、高动



 

 

态范围成像等功能。除了上述产品外，公司目前有多颗物联网相关芯片在研。

随着市场对芯片及其解决方案的智能处理能力需求的持续提升，公司计划在不

改变募投项目基本方向的前提下，推进各产品线布局向搭载轻量级或较高智能

算力的方向发展。物联网摄像机芯片持续提升算力，工业级视觉采集芯片和

HMI 工业控制芯片也顺应市场需求，逐渐向带有算力的方向布局提升，以满足

边缘侧和端侧日益增长的智能化需求。为确保推出的产品契合市场与用户需求，

公司计划预留充分的项目可行性评估及实施验证时间，确保项目产出质量和效

果。 

同时，为进一步提升芯片产品性能、降低功耗、缩小晶粒面积、增强综合

竞争力，后续部分芯片将考虑采用较为先进的制程，制程的调整也将导致评估

和验证时间延长。 

鉴于此，公司结合行业发展、市场趋势、自身产品升级换代产业化线路，

在积极推动物联网领域芯片研发及产业化项目投入的同时，为确保募投项目投

产后能保持技术领先和市场竞争力，在保持募投项目基本方向不变的前提下，

加强对项目方案落地及验证的评估，对项目实施方案进行进一步升级和优化，

包括但不限于采用更先进的工艺制程，布局更多人工智能技术的硬件化，以及

研发更多智能化硬件解决方案以有效推广项目成果，导致项目周期延长。公司

在抓项目质量及风险同时，也将同步加快募投项目的建设及投入，确保产业化

升级项目按计划进行。 

（二）研发中心建设项目 

研发中心建设项目主要以物联网智能硬件核心 SoC 芯片的重要 IP 技术为目

标，通过先进研发和实验设备的购置打造高水准的研发环境，强化公司在前沿

技术研发实力和科技成果转化能力。由于研发中心建设募投项目建设周期较长，

自募集资金到位以来，宏观环境、行业发展变化，信息时代向智能时代转变，

对于智能算法的需求日趋复杂多样，数字化转型也已成企业发展的必然趋势，

智能化工具及环境的搭建势在必行。 

截至报告期末，公司已成功研发多种智能算法，包括语音降噪算法、图像

AI 降噪算法、支持人车非（人形、人脸、车牌、车型、非机动车）等检测和识

别的轻量级 AI 算法、哭声检测算法、声音定向算法、活体检测算法等。同时，



 

 

公司推进研发支持大语言模型（LLM）和大视觉模型（LVM）本地化部署的技

术，推动大语言模型和大视觉模型等在边缘侧落地，开发本地化、场景化中小

模型，以提高处理速度，解决用户对安全性和隐私性的顾虑，边端结合，拓展

AI+场景应用，为“人机物”三元融合的万物智能互联时代赋能。 

鉴于智能算法复杂多样以及大模型本地化部署的趋势，公司在实施项目的

过程中出于谨慎性及安全性考虑，持续投入研发，开发更多应用算法，并加强

对数字化、智能化信息系统建设和设备搭建的评估，虽然短期建设进度较预期

有所延迟，但中长期来看有利于适应未来技术市场趋势，提升项目的运营效率

和管理水平。 

五、募投项目重新论证的情况 

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等相关规定，公司对“物联网领域芯片研发升级及产业化项目”、“研发中心

建设项目”的必要性和可行性进行了重新论证，并决定继续实施项目。具体情

况如下： 

（一） 物联网领域芯片研发升级及产业化项目 

1、 项目建设的必要性 

（1）响应政策号召，践行新质生产力 

国家高度重视芯片产业发展，将人工智能、集成电路视为提升国家科技竞

争力和保障信息安全的关键战略之一，多部门已出台系列配套政策予以支持。

2023 年，国家发展改革委等七部门发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》

中提出，“鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术

的自主创新”。同年，工业和信息化部、财政部发布的《电子信息制造业 2023

—2024 年稳增长行动方案》中提出，“着力提升芯片供给能力，积极协调芯片

企业与应用企业的对接交流。面向数字经济等发展需求，优化集成电路、新型

显示等产业布局并提升高端供给水平，增强材料、设备及零配件等配套能力”。

在此背景下，公司继续推进物联网领域芯片研发升级及产业化项目，契合国家

政策导向，响应国家号召，发展硬科技促增长，践行新质生产力。 

（2）市场需求驱动 

近年来，随着人工智能技术与物联网技术逐步深入融合，市场对带算力芯



 

 

片需求激增，对芯片的智能分析能力、端侧 AI+场景应用等方面的需求日益迫

切。根据前瞻产业研究院的数据，按照中性预测，2020-2026 年中国智能硬件行

业市场规模将会保持较快增长，按照 20%的年均复合增长率预计，到 2026 年，

中国智能硬件行业的市场规模将会达到 2 万亿元，这为 IC 芯片设计业带来了广

阔的市场前景。 

鉴于此，本项目的实施有利于公司积极布局顺应智能化时代发展的智能硬

件 SoC 芯片，进一步开拓公司的市场份额。 

2、 可行性分析 

（1）技术实力支撑 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司形成了 SoC 技术、ISP 技术、机器学习技术、

视频技术、音频技术、通信技术、系统技术等七大类核心技术，拥有自研 IP 六

十余类，涉及数字电路、模拟电路、射频电路等等。在知识产权年度增长量方

面，安凯微 2024 年度新增授权发明专利 20 件、软件著作权 13 件、集成电路布

图设计 2 件及注册商标 8 件，并积极进行知识产权海外布局。公司的知识产权

布局涵盖了从基础架构到前沿应用的多个领域，为产品和市场拓展提供了有力

保障。 

（2）研发经验积累 

公司经过 20 多年的积淀，已经建立一支专业知识储备完善、研发经验丰富

的技术研发团队，多年来不断推进物联网领域芯片产品的工艺制程，拥有 40nm

至 22nm 制程升级的成功经验，形成了全面、高水平的芯片设计能力（主要体

现在公司新芯片设计项目的流片成功率）。依靠公司稳定、可靠的芯片设计与

验证方法论，公司一次全光罩流片即实现量产（一次流片即量产）的成功率逐

步提升。 

（二） 研发中心建设项目 

1、 项目建设的必要性 

（1）提升企业的研发能力和效率 

通过本研发中心项目，公司将购置高性能芯片设计服务器、芯片可靠性测

试设备、芯片 ATE 测试设备、仿真器设备以及先进制程芯片设计 EDA 工具，

能够为公司研发创新提供良好的硬软件基础，切实有效提升公司物联网领域芯



 

 

片的研发能力和效率。 

各类大模型蓬勃发展，已经对企业日常工作和效率提升产生了显著的影响。

公司有必要顺应形势继续升级研发工具和设备，以满足新时代下研发工作推进

的速度和质量要求。 

（2）积极探索前沿技术，提升公司整体技术的先进性 

近年来，随着物联网和人工智能的融合，物联网智能硬件产品功能不断升

级，对物联网领域芯片的性能要求也不断提高，对公司的物联网摄像机芯片和

物联网应用处理器芯片在图像质量、数据传输、深度学习方面提出了更高的要

求。通过本项目的实施，公司针对模拟电路数字化技术、图像信号智能处理

（Image Signal AI Processing）技术、超低功耗短距离连接技术和支持超低功耗、

多维信息感知及处理的深度学习处理器算法与架构等前沿技术进行探索，增强

技术和产品的持续创新能力，提升公司整体技术的先进性，并对公司未来产品

迭代拓展提供了重要的技术积累。 

2、 项目建设的可行性 

（1）集成电路行业是典型的智力密集型行业。公司深耕芯片设计行业 20

余年，一直保持着“坚持自主研发创新，深挖产品技术”的研发理念，在芯片

开发设计过程中，追求极致的产品性能，已打造了一支高水平的研发团队。团

队核心成员均具备 15 年以上的行业经验，多为硕士、博士等高学历人才，是公

司现有研发体系的中流砥柱。核心研发团队凭借其深厚的技术储备，为本项目

实施提供了较高的技术起点，为攻克研发课题提供了有力保障。人才培养机制

完善，研发环境良好。 

（2）截至报告期末，公司已成功研发多种智能算法并实现量产，涵盖语音

降噪、图像降噪、人车非（人形、人脸、车牌、车型、非机动车）等检测和识

别等多个领域，同步在推进大语言模型和大视觉模型本地化部署技术研发。这

些成果表明公司在智能算法研发方面具备较强的技术实力，为研发中心进一步

开展前沿技术研发提供了有力的技术支撑。 

六、项目延期对公司的影响 

本次募投项目延期是公司结合实际情况作出的审慎决定，仅涉及实施进度

的变化，未改变募投项目的实施主体、投资用途和投资规模，不会对募投项目



 

 

的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东

利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的

相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。 

七、履行的审议程序及相关意见 

（一）审批程序 

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了

《关于募集资金投资项目延期的议案》。 

（二）董事会意见 

经审议，公司董事会认为：本次公司募投项目的延期，是公司结合宏观环

境及行业发展变化等因素，并根据募投项目实施情况作出的审慎决定，仅涉及

相关募投项目建设进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公

司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在违反中

国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关要求，并符合公司《募集资

金管理制度》的相关规定。 

因此，董事会同意本次募投项目延期的事项。 

（三）监事会意见 

经审议，公司监事会认为：本次公司募投项目的延期，是公司根据相关募

投项目实施的客观情况做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募

集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司长远发展的要求，不存在改

变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。该事项履行了必要的

程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募

集资金管理制度》的相关要求。因此，监事会同意本次募投项目延期的议案。 

八、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期是公司基于项目实施的实际情

况做出的审慎决定，相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要

的决策程序。保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。（以下无正文）  



 

 

 


